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Analiza dokumentacyjna S

Opracowanie zawiera opis aktualnie stosowanej w Instytucie ~
technologii wykonawstwa -plytek obwodéw drukowanych oraz ujmuje
przedsieﬁziecia determinujgce rozwdéj tej technologiie
Rozwiniete jest zagadnienie ciggu technologicznego do metali-
iacji i‘cynowania p;jteg obwodéy drukowénych wspartego -odpo=~
wiednimi urzadzeniéﬁi w ramach kolejnych obrébek plytek w cyklu
wykonawczynl, ] o ) .
Jako wynfk projektowanego przedsiewzigcia = wyszczegléluione sg
" -planowane efekty technfézdo—produkcyjne, ktére w gléwnej mierze
dotycza rozwo ju prodﬁkgji-iobotéw\przemysloﬁych; _
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ZALOZENTA

przedsiewzigcia technicznego pene:

1 DOEWIADCZALNO~PRODUKCYJNA INSTALACJA
DO PRODUKCJI OBWODSW DRUKOWANYCH
ELEKTRONICZNYCH PAKIETOW UKLADOW.
STEROWANTA ROBOTOW PRZEMYSLOWYCH®

Wdrazajacy: Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiaréw
- WMERAwPIAP" ~ Pion Produkcji Doéwiadczalnej
i MaloseryJjne]j

Opracowanie: inz, Waldemar Manikiewicz

Iwona Kowalska

inZ, Wladyélaw Grela

Zatwierdzil: 2.3 DVREXTORA
g/s produke}i dodwiadezalef) i matoseryjnef

Podstawa opracowania: CPBR nr 7.1, Cel nr 29 /Punkt kontry nr 1/
zlecenie nr RP«29

Uwaga:s

Ninie jsze zaloZenia stanowiag integralna calos$é z dokumentacja
projektowag ciggu technologicznego do metalizacji i cynowania

plytek obwodéw drukowanych =~ opracowang przez SIMP « ZORPOT

/Zespbér OSrodkéw Rzeczoznawstwa i Postepu Technicznego/ =~

W sklad tej dokumentacji wchod=zi:
- dokumentacja techuiczno~ruchowa
-~ dokumentacja technologiczna proceséw
~ dokumentacja konstrukeyjna
Omawiana dokumentacja jako mat. roboczy do wykonania i eksploam

tacji ciaggu~znajduje sig¢ do wgladu w Pionie Produkcji DosSwiade
czalnej i Matoseryjnej /wdraZzajacym temat/.

Warszawa, 198609429
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W latach 1986 « 2000 nastgpi restruktutryzacja

-

-~

gospodarki
narodowej ze szczegdélnym ukierunkowaniem na elektronizacje

‘L automatyzacje produkcjie.

. Przyspieszony zostanie rozwéj automatyki i aparatury pomia=~

Dominowaé beda elastyczne organizacje produkoji oparte na

/

TroOWe je

[}

systemach i urzqdzeniédh:stefowania oraz robotyzacja = Jjako

czynniki dgteryinujace nodernizac je proceséw wytwérczychs

W -tym zakresie przed Przemysiowym Instytutem Automatyki -

i Pomiardw "MERA-PIAP“.stoi zadanie zwfekszedia’doﬁychczasowej
zdolnoéci produkcyjnej w zakresie. prac badaﬁcio-rozwojowych ’
oraz produkcji doswiadczalnej wyrobéw,

Z nowych wyrobéw przewiduje sig¢ m.innymi'Mikroprocesorowe
uklady sterowania INTELDIGIT-PROWAY'dla\@utomatyzacji~pro;
ceséw produkcygjnychs - Y

. Zwigkszenie produkéji#dotyczyé‘bgdzie przede wszystkim

robotdw przemyslowych oraz takich'wyrobéw eksportowych

- ’

i antyimportowych jak: .

- zestawy automatykli kompleksowej
- bloki matematyczne

- mul%itaohometry

=~ dozowniki

‘= przeplywomierze

) bzujniki cidnienia krwi. o

Sprawna realizacja brac naukowo~badawczo=rozwo jowych ukierune=
kowana zdecydowanie na szerokie wdrazanie osiggnigtych rezule,

tatéw w praktyce produkcyjnej przedsigbiorstw przemyslowych,3'

wymaga m,ine maksymalnego skrécenia okresu w¥2§2ywania modeli
i ‘prototypéw, a nastgpnie ich krétkich serii kilkudziesigciu
zastosowan w przgmyéle.

Jest to konieczne z tego powodu, Ze np, Zzaréwno roboty Jak

~ i ich nowe aplikacje, jak réwniez systemy i urzaézenia stero=

wania dla elastycznych proceséw produkcyjnych ~ muszg byé
sprawdzone w szerszym zakresie w praktyce zastosowania prze=

myslowego /przed przekazaniem dokumentacji technicznej/ dla

\

g,.
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uruchomienia produkch wymienionych urzgdzen w ska11 przemy—
slowej, a wiec liczgcej 31? w gospodarce narodoweja
Urzgdzenia te nasycone sg elektronikag z duzym udzialem
sztucznej inteligencjie '

Realizacja poruszanych zagadnien przez Przemysiowy Instytut
Automatyki i Pomiaréw "MERA-PIAP" wymagaé bedzie podjecia
szeregﬁ przedsiewzigés .Na jedno z czolowych miejsc wysuwa sig
potrzeba wzmocnienia potencjalu Instftutu w wytwarzaniu
modeli, prototypéw'oraz produkcji krétkich serii robotéw
przemysiowych 1 ich aplikacji /szczegbélnie w zakresie ich
ukladéw sterowania/ jak réwniez systeméw i urzgdzen sterowa-

nia dla elastycznych procesdéw produkcyjnyche

W tej mierze koniecznym sie staje zmodernizowanie i unowow=-
czesnienie procesu'techhologicznego w zakresie produkcji )

obwodéw drukowanych i elektronicznych ukladéw sterowania

robotdéw przemyslowych,

Aktualnie dla tej produkcji = Instytut posiada przestarzaly
sprze¢t nie pozwalajgcy na sprostanie potrzebom zardwno ilow
éciowym /w ramach programu produkcyjnego/ jak i pod wzgledem
odpowiednio wysokiej jakodci.

Préby rozwiazania problemu drogg kooperaodl nie przyniosly
oczekiwanych wczesdniej rezultatéw,

Czas bezpowrotnie tracony na przygotowanie dokumentacji
warsztatowej jednej plyty obwodu drukowanego wynosi 8 tygodni,
a powinien wynosié nie wigocej niz 1 tydzien,.

Czas =zuzywany na wykonanie Jjednej pilyty obwodu drukowanego
wynosi oke 4 tygodnie, a nie powinien wynosié wigcej niz .
2 = 3 dni, ‘ )
Nalezy tu zaznaczyé, Ze jeden uklad sterowania robota przew
myslowego npe IRb posiada kilkanasdcie pakietéw elektronicznych,
Kierujgc sie w/w wzgledami Instytut Przewidzial « w planie
realizacji CPBR Nr 7.1 “Roboty.przemyslowe" - Cel 55%?9 ~ odpo=-
wiednie kwoty finansowe /131 mln zt w tym ok. 0,6 dolaréw USA/
na uruchomienie doswiadczalno=produkceyjnej instalaqdi do proe=
dukcji obwodéw drukowanych elektronicznych pakietéw ukladdw
sterowania,




‘2.

-3~

\

W instalacji tej, bgds sie znajdowaé linie techndlogiczne do
metalizacji i cynowania plytek obwodéw drukowanych =~ wsparte
nowoczesnymi, wydajnymi i aufomatycznymi urzgdzeniami do -
kole jnych obrébek pilytek = w cyklu wykonawczym.

Doklédniéjsze oméwienie instalacji umieszczone jest w dalszej
czgdoi opracowanias.

Efektem przedsigwzigcia begdzie /niezaleznie od walordéw jakow-
$ciowych/ = zwigkszenie zdolnosSci produkcyjnej Instythtu ﬁ
zakresie plytek obwoddy drukowanych /pakietéw/ z ok, 200 m?
laminatu rocznie do ok, 500 m® laminatu rocznie.

Poniewa% uzyskana zdolnosé produkcyjna bedzie wieksza niz
wynoszg nasze potrzeby o oks 150 m? laminatu /oks 1500 szt,
piyt obwodéw drukowanych o $redniej wielkosci 300 x 300 mm/
~ w/Ww wolng Zdolno$é produkcyjnag Instytut bedzie mégi przee
znaézyé dla innycﬁ jednostek naukowo~badawczych,  ktére posiaw=
dajg te same Eiudnoéci i pracujg w priorytetowym. kierunku
automatyzacji i robotyzacji proceséw produkoyjn&ch, szoczegblnie
dla przemysiu maszynowegos Beda to brawdopodqbnie dBKO,
KOPROTECH /systemy elastyczne/ IMP, TEKOMA 1 inni.

~

Ogélna charakterystyka obecnej i planowanej-:

technologii wykonawstwa plytek obwodéw

drukowanych

Wykonawstwo plytek obwodéw drukowanych przebiega
wg nastgpujgcego cyklu technologicinego:

1. Projektowanie /dok. warsztatowa/

e Wywdlywanie bion graficznych

3« Wiercenie otwoféw

4, Czyszczenie

5¢ Aktywowanie i miedziowanie chemiczne

6, Czyszczenie

7« Laminowanie

8. Naswietlanie

9« Wywolywanie naswietlonej folii na piytkach léminatg

-y
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10+ Miedziowanie eolektrolityczne

11+ Nakladanie stopu SnPb

12, Zmywanie folii Riston

13+ Trawienie

144 Obrébka mechaniczna i dalej na montaz elektroniczny

Stan aktualny

" Aktualnie proces technologiczny ﬁykpnawstwa pPlytek obwodéw

drﬁkowanyoh dosﬁgsowany jest do stanu posiadanych urzgdzen
lub»do sytuacji braku niektérych urzadzeri, Posiadane urzge
dzenia sa przestarzale, wykonane gléﬁnie we wlasnym zakresie
/dla potrzeb laboratory jnych/ wzglgdnie nabyte z upiynnienia,
eksploatowane powyzej 10 lat, o stopniu zuzycia 80-90%, '
I tak npe: '

- dokumenfacja warsztatowa

Aktualnie Instytut nie posiada urzgdzen éo projektowania
obwodéw drukowanych., Wykonanie dokumentacji warsztatowe]
/projekt,matrycgfjest aktualnie bardzo_pracochionne.
Matryce wyklejane sg rgcznie na astralonie wyklejkami
. % jimportu, a fotoszablony wykonywane na przestarzalych
urzadzeniach fotograficznych., I .

Czas bezpowro?nie tracony na przygotowanie dokumentacji |,
warsétatdwej Jednego dwustronnego obwodu drukowanego od |
momentu opfaGOWahia elektrycznego schematu ideowego wynosi
okolo 8 tygodni, a powinien wynosié nie wigéej niz 1 tydzien.
Poza tym aktualne wykonawstwo dokumentacji nie zapewnia i
osiggniecia 2gdanej jakosci obwodéw\drﬁkowanych Przy stoso~
waniu obecnie podzespoléw elektronicznyéh duzej skali inte~
gracji. ’ ’

Stéhowi to barierg techniczng rozwoju elektroniki w Instye
tucie niemoéliwq do pokonania dotychczasowymi metodami,.

-~ wiercenie otworéw w plytkééh laminatu

Aktualnie wierceénie otworéw odbywa sig¢ na wiertarce 6ptycz-’
nej "POSSALUX", przy uzyciu uprzednio przygotowanego foto-
szablonu, . - ’ ;

!




Zaréwno rodzaj obrabiarki Jék i jej stan /12 lat eksploat./

oraz czegste awarie nie pozwalajg na szybkie i dokladne wier~

cenie otworédw, -

nadwietlanie plytek

Nas$wietlanie piytek /po obrébce laminowania/ dokonywane jest
kopiarkg "SKALA® /skaloskop 2z lampami/ bez mozliwodci regu~

lacji automatycznej czasu nadwietlania,
Naswietlanie jednoétronneh )
Urzadzenie eksploatowane powyzej 10 lat, aktualnie nie

produkowane w krajua

wywolywanie
Proces wywolywania wystepuje w odniesieniu do: '
-~ wywolywania blon graficznych

=~ wywolywania nas$wietlonej folii na plytkach
laminatu /o malej pojemnodci i bez mozliwoéci
grzania/

Posiadane urzadzenla zostaly nabyte z upilynnienia, .
BEksploatowane powyzej 10 lat = nie zapewniaja uzyskania
zaréwno wydajnej jak i dobrej jako$ci obrébki.

zmywanie | -

Zmywanie folii "Riston" odbywa sig obechie W wykonanej we
wlasnym zakresie wannie galwanicznejs

Jest to wykonanie prowizoryczne, a obrdébka odbywa sie
reoznie przy uzyciu szczotek,

metalizacja i cynowanie

Aktualnie procesy te odbywajg sie przy uzyciu zestawu wanien
i kuwet /metalizacjf/ oraz jednej wanny galwanicznej 6lpoje~
mnoéci 200 l/cynowanie% Zdolnosé produkcy jna tych urzadzen
wynosi ok, 200 m® laminatu rocznie i nie pokrywa potriéb
Instytutu,
Stosowana kqpiel do aktywowania i miedziowania chemicznego
nie-zachdwujé stabilnoééico powoduje dodatkowe naklady czasu
pracy dla jej spérzadzania;

. g
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‘o ' -~ obrébka mechaniczna plytek

- trawienie

Trawienie obwodéw drukowanych odbywa sie aktualnie' w tra-
wiarce f=my "CHEMCUT" /USA/ o przestarzalym typie - eksploa-
towanej powyzej 10 lat.

Przestarzala konstrukcja i.ograhiczone wymiary pola trawigw
cego nie-ponalajq‘na uzyskanie Jjakiegokolwiek postepu w
‘procesie trawienias

N . .
Procesy cigcia, frezowania, wycinania i fazowania plytek

obwodéw drukowanych odbywaja sie aktualnie za pomoca obrébki
meohanicznej na tradycyjnych obrabiarkach, co nie zapewnia '
-zaréwno dobrej dokladno$ci samej obrébki jak i‘zw1gkszenia
wydajnoéci. Sama obrébka jest utrudniona i b.pracochionna
/pakietowanie plytek, wielokrotno$é operacji itp./.

Urzgdzenia i dostosowane do nich procesy nie zapgwniada zaféwno
potrzeb jakofciowych jak i ilodciowych Instytutus

Catlkowita wydajnoéé posiadanych,lprzestarzalych urzgdzeii przy
bezawaryjnej pracy /w praktyce nieosiagalnej/ wynosi ok. 1800
sztuk /przy potrzebach‘éwukrotnie wyzszych/ obwodéw drukowanych
o wymiarach 300x300 /w tym’70% dwustronnych z metalizacja

2 Jjaminatu rocznie.

otworéw/ = co stanowi ok, 200 m
N~ WyZej opisany poziom wytwarzania plytek obwodéw drukowanych
w Instytucie daleko odbiega od poziomu $wiamtowego w ktérym

dominujg:

~ urzjdzenia oraz linie automatyczne do produkecji dwu
- i wxelowarstwowych obwodéw drukowanych dla produkcji
przemyslowea, zapewniajgce wysoka Jakoéé

- wysokowydajne systemy komputerowe wspomagajace projektoe

47

wanie obwoddéw drukowanych, Z‘quliwoéoiq'prgygotowania
dokumentac ji warsztatowej obwodu drukowanego w oparciu
o elektryczny'schemat ideowy =~ Srednio w przéciqgu

4 tygodnia, |
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222¢ Stan zamierzany

W zamierzeniach « dostosowanych do dysponowan&ch powierzchni
produkcey jnych In§tytutu - przewiduje si¢ wykonawstwo plytek

obwodéw drukowanych w oparciu o nasﬁgpujqce urzadzenia:

, TABELA 1.
Lps! Nazwa urzadzenia H Ilo08é ! wzzewpgz:: Zakiadana
-1 1 Y 1 charakterystyka
1e1 Ciag technologiczny Wykonanie}
vdo metalizacji Zestaw w koope~ :
i cynowania plytek urzgdzen | racji !
' i
1

obwodéw drukowanych

Osadzanie powloki'
Imiedzi na plytki
1 laminatu /pow.zewn,,
| otwory, krawedzie/
:w warunkach prod,
ymaloseryjnej piytek
| drukowanych, dwu-
i stronnych,
f-grub.pokrycia -

" 04340,5 um
~maks.gabepiytek =

300x300 mm

~Wymegabeslinii -«
5500x740x1700 mm

~ciezar linii z nape
nionymi wannami -
10 kN

a/ linia
do miedziowania
chemiqznego

'
)

wmzasilanie ~
3x380V,50 Hz

~moc pobierana =
8,5 KV

-moc przerobowa «~ ok
500 m2 laminatu roc
! nie,

Galwaniczne osadzani
warstwy miedzi oraz

stopu SnPb na pilytki
laminatu w warunkach
prodemaloseryjnej pt
tek druk.,dwustronnyc

b/ linia
do miedziowania
elektrochemicz~
nego i naklada~
nia powloki SnPb

)

o/
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Urzadzenie do pro- | Zestawy QUEST
Jektowania pilytek
obw, drukowanych

wspomagane kompue

terem

N
..

SN

1 e o o e e i 0 e
3e; Urzgdzenie do 1
automatycznego
wywolywania blon’
graficznych -
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~maks.gabesplytek -
300x400 mm

~wym.gabe linii =
4600x1090x1220 mm

=cigzar linii z napel=
nionymi wannami =~
-~ 20 kN

~zZasilanie =
3x380V,§O Hz

-moc przerobowa = ,
"oke 500 m
laminatu rocznie,

.=moc pobierana -~ 30 KV
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l~System MACROQUAD

Anglia: Z wyposazZeniem!

~komputer Q1600~128k -

~stanowisko do pracy
/vweczytywanie danych/
o wielko$ci stolu "20"
/508x508 mm/

~monitor kolorowy
~szafa  sterownicza

=drukarka

l=penploter

i=sté1r do dygitalizacji

| o wielk, 914x1219 mm
i=fotoploter EMMA-30 -
j~zasilanie 3x380 V,50 Hz
lw moc - 6 kW .

lemaks,wyme.wywol, klisz
500x600 mm

~CcZas Wywolyw, 15 +.20 se

~pojemnos$é tankéw:
wywolywacz « 17 1
utrwalacz = 17 1
woda - 15 1

N
-wymiary gabarytowe
1600x880x1025 mm

~zasilanie -~ 240V,50 Hz
~-moc - 5,4 kW

2
/;’} Y
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1 EXCELLON! «iloéé wrzecion -~ 2 szt,
RFN

vall
»

Wiertarka numerys
czna dwuwrzecionowa

~obroty wrzeciona
16000480000 obr/min
~gleb.wiercen = 0,5 + 5 mm
wprzesuw w osi x = 600 mm
~przesuw w osi y ~ 400 mm
=czas wierc.,otws = do 10 sek

~dokladny rozstaw otwordw
£0,01 mm -

~Wylegabarytowe:
2700x2000x1800 mm ~ wierte
800x600 x1800 mm -~ szafa

~zasilanie 3x380V,50 Hz
~noc ~ 3 KW
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1n 1]
~HOLLMUL~= |} = naéwietlanie dwustronne
LER .

~DUPONT
RFN

e e e

-t

5, | Nadwietlarka 1

maks,format nas$wietlania
piyty 1000x600 mm

wym, gabarytowe
1500x2100x1000 mm

zasilanie 3x380V,50 Hz
moc =« 3 kW
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6. - komora natryskowa o0 poje=

mnoéci minim, 100 1

komora piuczgca

komora do neutralizacji

w kwasku cytrynowym

- transporter podajgcy

- transporter odbierajgcy
z odmuchiwaniem

-~ wym, gabarytowe
1000x3000x1500 mm

~ zasilanie 3x380V,50 Hz

- moc 5 kW

--—-1 ------- --“-1r-‘._—----------~--—----------
1 -t - komora natryskowa
o pojemn, minim., 3§00 1

- transporter podajacy

; - transporter odbierajacy

H z odmuchiwaniem

! = komora pluczaca

! - wym, gabarytowe

! 1000x2000x1500 mm

i

1

{

i

Wywolywarka

L |

Zmywarka

=21 -
J—J--”-—---“-‘--

- zasilanie 3x380V,50 Hz
w mMOoC = 6 kW

u-m—-m—-——-——-‘-*u-n-—m-&-—v-a—-—-—m—
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8,1 Trawiarka 1 ~HOLEMULw

LER .
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RFN

S S S D G A A T S R S S M N S S S T S0 S A SO0 W ek e S S S

\
—-—-—-——-n-n--ﬁ-—n--“---t—--ﬁ-——-n-—‘--.—-
T

T D GO0 S5 A S G S Gy S W S S MM G Mt D AR Gp S S G D WA R S S SO TG i S I i GNP e AN AUD I S U S G ASS S SAIF A Do Sl RS R et D G W G D U D P S

9«1 Urzadzenie do 1 ; EXCELLON
| obrébki profili | ey
! piytek ' !

i 1
1 1
1 ]
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maks swymsplytek = 600x450
mm

iloéé czynnika traw,.
w komorze - 100 & 150 1

szybkeprzes.plytki -
0,51 m/min

grzalki ceramiczne
zuzycie wody =~ do 30 1/min

Wynle gabarytowe
1500 x 980 x 860 mm

zasilanie 3x380V,50 Hz

moc urzgdzenia « 6 kW
pompy «~ 1,5 KW -
grzalek ~ 4 kW

P-—u-n——-n-.--.——-—---————-—-——--—

maks,wyma. obrab, piyt
400 x 500 mm

maks.grube,obrab. pilyt
~ 5 mm

Przesuw w 0si x = 550 mm
dokl.obrébki £ 0,05 um

mozliwoéé obrdébki ksztaltéd
Zewn.,wcigé kanalkéw

wymiary gabarytowe =
1200x800x400 mm

zasilanie 3x380V,50 Hz
moec « 1,5 kW

N - o o s S gy VS Ga o8 Sup TR GER Hep TOE S0 Gup DUD Sub AR TP UL Solk I BNy M Soeh May |

1/ Aktualnie w tym zakresie rozpoczete zostaly prace

. w kierunku uzyskania od CHZ odpowiednich ofert

/dot,. urzgdzeh poz. 2 %+ 9/.

2/ Zakladana charakterystyka urzgdzen moze ulec

. uscisdleniu po wyborze konkretnego urzadzenia

w ramach akcji ofertowej,




- 11 -

Relele Powierzchnia pod instalacje

Projektowana instalacja do produkcji obwodéw drukowanych
bedzie zlokalizowana na dotychczas dysponowanych powiew
rzchniach Instytutu, a mianowicie:

a/ linie do miedziowania chemicznego oraz do miedziowania
elektrochemicznego i nakladania powiloki SnPb 'zostang
zlokalizowane Jjako jeden cigg w przystosowanym do tego
celu, zmodernizowanym pomieszczeniu przy galwaniéerni
/bud.- 8a/

Wymagaé¢ to bgdzie wykonania prac budowlano-moderniza-
cyjnych /sitami Instytutu/ polegajgcych na:

- dostosdéwaniu dotychczasowego magazynku podregcznego
przy galwanizerni do potrzeb magazynowania trucizn
/bdowy przedsionka, doprowadzenia wody, zainstalow-

- wania wyciagu/,

- rozbidérce Scian dotychczasowego przedsionka do magam
zynu trucizn /czeéé pomieszczenia przeznaczonego na
instalacje linii/,

~ podkuciu éciany w dotychczasowym pomieszczeniu do
metalizacji i cynowania plytek obwoddéw drukowanych
i $ciany pomigedzy tym pomieszczeniem, a dotychczaso=
wym magazynem trucizn /dalsza czeéé pomieszczenia

przeznaczonego na instalacje linii/,
- pracach murarsko-wykofczeniowych,

-~ zabezpieczeniu pomieszczenia /linii/ stosownie do DIR
/opracdﬁanie: SIMP~-ZORPOT/ w instalacje: wodng, spre=
zonego powietrza, elektryczng, nawiewno-wyciggowa,
Sciekowa, =

W tak uzyskanym pomieszczeniu o diugoséci 11,5 m, szerokosci
3,2 m -~ zostang zainstalowane linie do metalizacji i cynow=
wania plytek obwodéw drukowanych, ‘ .

Laczha diugoéé linii wynosi 10,1 m, a szeroko$é poszcze~
géluych linii wynosi 0,74 m i 1,09 m

.
)
i
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Pomieszczenia galwanizerni .
" ' /stan dotychczasowy/ ’
9 . ) ‘ ’
. - Ryss.1 -
~ J
?rawiarka - zay- P0dreczhy' .
CHEMCUT |~ WAL - W .
, ka magazynek D . Trawialnia
. ) . ozowniki
] 2 | chemikalii |- stali
Wanna - . ’ - .‘a
do od= . ) o . 4
zysku "5 - - ) -
miedzi ’

’ "
3’2 m
\]
Magazinek
trucizn
v ) nun
Przed~
. sionek -
| ngm |
1
O~
ool v
8 8o
g M2
oM N
g'o 0
Pt Py
ood

gAktiwowani;;
‘miedzioyanié chemiczne

i

.

.
?

| miedziowanie elektrolityczne

o Galwanizernia

-

-

Projektowane przemieszczenie procesu

t. Ciag technologiczny zajmie powierzchnie oznaczone cyframi %1% , ®%2®, w3w_ win

.

+ '2¢sMagazynek! trucizn z przedsionkiem zajmie powierzchnig oznaczdnq cyfiq."S”

3« Podygczny magazynek chemikalii za juie powierzéhnig oznaczong cyfrg %O
. .. /_’wm .

4, Sycenie transformatoréw bedzie wilgczone do pbwierzchﬂi oznaczonej cyfra "7"
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Pomieszczenla galwanizerni .
/stan projektowany/

Rysa.2

11,5 m

10,1 m

elektrolitycz, jelektrolitycz,

Miedzidwania
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0,74 m .
Schody

= Trawiarka [ Zmy="] : b - 3

, . | vare- | Magazynek' :
; CHEMCUT ka : . Trawialnia
l ﬁ ‘.AAJ trucizn -Dozownikl ) " stali
. 8 . Wanna ] '
' g do od= i )

= , zysku _ ‘

S‘ miedzi Przedsionek_ '

e '
N ° 3 . .
7&“ —
. R N
.

Galwanizerndia: .

Y

MPe~1 linia do miedziowania chemicznego

MP~2 - linia do miedziowania elektrolitycznego
" i nakladania powloki SnPb '

-

rm . -

Odtiuszczanie N Magazynek
w "TRI" Podrgczny
o 1‘ Wejéoie |Chemikalii

-

i Sycenie
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Polerownia




b/

- 1l -

Dokumentac ja techniczno=ruchowa, konstrukcyjna oraz
instruktazowa wymienionych linii zostala opracowana
przez SIMP=-ZORPOT i jest w posiadaniu Instytutu «~ Pionu
d/s Produkcji Doswiadczalnej i Maloseryjneje

urzadzenia produkcyjne do poszczegdlnych obrdébek w ramach
cyklu wytwarzania pilytek do:

« wywolywania blon graficznych

- wiercenia otworéw

«=.laminowania o -
~ nas$wietlania

- zmywania‘emulsji

-~ trawienia

~ obrdébki mechanicznej

zostang zlokalizowane na odpowiednich powierzchniach pro-
duécyjnych /chemigirafii, pracowni foto, gniezdzie obras

biarek specjalistycznych/w miejsce dotychczasowego przew

starzalego sprze¢tu przewidzianego do upiynnienia,

urzgdzenie do projektowania pilytek obwodéw drukowanych
wspomagane komputerem wymagajgce powierzcﬁni ca 25 + 30 m2
zostanie zlokalizowane w jednym z pomieszczen o tym metrazu

wygospodarowanym w buds Nr 8
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Potrzeby energetyczne

-

Potrzeby energetyozne  pod cigg technologiczny do metali=

zacji i cynowania plytek obwoddw drﬁkowanych /we opracoe
wania SIMP~ZORPOT/ ’

a/ Linia do miedziowania chemicznego:

Napigcie zasilania

|

3x380 V,50 Hz

Moc zainstalowana - 8,5 kW
Zuzycié wody wodociggowej =~ oke 20 1/min
Spre#one powietrze: X
ciénienie - ky5 atm
zapotrzebowanie -1 mB/min'

Spre¢zone powietrze winno byé pozbawione wszélkich
zanleczyszczei /dotyczy pe a 1 b/

Odpilyw Sciekdéw - okiy 20 1/min
Wentylacja wyciagowa - ok. 600 m3/h

b/ Linia do miedziowania elektroehemicznego

i

nakliadania powloki SnPb - -

Napigcie zasilania = 3x380 V,50 H=z
Moc wmainstalowana - 30 kW
Zuzycie wody wodociggowej = oke 20 1/min
Spre¢#zone powletrze: ‘
cidnienie - h,5 atm
zapotrzebowanie « 1 m3/min
Odpiyw Sciekdw - oke 20 1/min
Wentylacja wyciagowa - ok, 600 m3/h

-
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Potfzeby energetyczne. pod urzadzenias

a/ Urzgdzenia do automatycznego

. wywolywania blon graficznych _ 5,4 kW
b/ Wiertarka sterowana .
numerycznie 3 kW
¢/ Nadwietlarka 3 kW
d/ Wywolywarka 5 kW
e/ Zmywarka 6 kW
f/ Trawiarka - urzadzenie 6 kW
- pompa 1,5 kW
1]
- grzalki L kW
g/ Urzgdzenie do obrdébki . - :
profilii , 1,5 kW
h/ Urzgdzenie do projektowania
piytek

obwodéw drukowanych 6 kW

1/ Zakladane potrzeby energetyczne moga ulec uéciéleniu po

ostatecznym wyborze konkretnego urzadzenia w ramach

akcji ofertowej.

2/ Zakladane potrzeby /moce/ energetyczne s wynikajace

z charakterystyki urzgdzen-czgséciowo zbilansuja sie

z mocami dotychczas zainstalowanymi w posiadanych

odpowiednich urzadzeniach przeznaczonych do wymiany.

R 2
3/ Zwigkszenie potrzeb /mocy/ energetycznych w stosunku do

stanu obecnego dotyczyé bgdzie:

urzadzenia QUEST /nowe/

urzqdzénia.do automatyéznego wywoilywania

" blon graficznych /nowe/

zmywarki /nowe/

urzadzenia do obrébki profili /nowe/
ciggu do metalizacji i cynowania piytek /czeéciowo/
wywolywarki, trawiarki, wiertarki, nadwietlarki

1

/czedciowo/

Wielkosé przyrostu mocy okreéla sie na ok, 60 kW. -
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J. Koszty podstawowych urzgdzefi

/kraj + import/ TABELA 2

: :Przewidy— I Przewidy )
i Lp.. Nazwa 1 wany koszt; wany kosz- Uwagli
! b !w mla 2zt | w USD ! T
1 i ) 1 _oa
1‘= Ciag technologiczny : : :_ onanie w kooperacgj
i1 do metalizacjl i cy= 1 i 1 WEASNE
| nowania plytek obwo- | ! | w tym w mln zl:
1 déw drukowanych { i | =zalozenia i projekt
| = linia do miedziwaw; 10,0 ! - B = 1,8 mln z1
{ nia chemicznego :’ = :-wykonawstwo + nadzér
i = linia do miedziwae i [ I - 6,0 mln z1
! nia elektrochemi=- | ' | =prace montazowe .
| cznego i naklada=- | ! ! - 1,0 mln 2z
1 nia powlok SaPb i i t »mate, bezposSrednie
' ! H ! - 1,2 mln zk
v 1 Urzadzenie do auto- | ! ! _
| matycznego wywolyws | 2,0 1 10,000 ! Import z II obszaru
I bion graficznych [ ‘ 1 ! platniczego ’
o iertarka ‘ ~ - M o
i pumeryczna - i 22,0 i 110. 000_'
bol Naéw1etlarka i 5,2 1 26,000 ! - -
5.} Wywolywarka - L L ! 37.000 ! - Mo
6.: Zm}"warka . : , ,5 - : 37.500 : - “ -
7« | Trawiarka I 10,0 ! 50,000 ! -"
8a ! Urzadzenie do H H H )
| obrébki profili 5,6 I 28,000 ! - .
1 Plytek I ] 1
9;: Urzgdzenie do projew ! ! _ : )
‘ktowania pilytek obwe .
1 1 1 i ,
: drukowanytzh wspcima- : 5290 . : 260.000 : - o
i gane komputerem A 1 1
10 =Inna dodatkowa apa : : : '
> o~ .
! ratura specjalna © 0,6 ! 34000 i -n"-
11% |Materialy uzupelnia- l 1 1 N
| Jace i eksploatacydne, 2,4 ! 12,000 | - -
ldo rozruchu urzgdzei ! ! !
i 1 i 1
' Raz e m: ! 124,7 v 5734500 1
H ! ! /11%.700,000 z1/
i | i !
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41

a1 ; i i ) 1
.1, | Koszty podstawowych 1 124,7 ! vide wewi~ TAB. 2 !
| lurzadzen i sprzetu ! ] :
E i- w tyms | i 14,7 ; g
; : import z II ogsz;platn.g ﬁg ) ;
P 5 1 :
.= 2a :Prace budowlano=adaptam= ; : :
H ) eyjne pod instalacje i 1,0 ' ]
! ! ciagu /pozel TABa1/ ! ! .
: g
R . . | | |
} . 34} Prace montazowowurucho~ |} - !
! - ! mieniowe urzgdzen ! 1,6 ! |
1 : /Pozs2 « 11 TABe.1/ ] ' : i
] i . - 1 I 1
i 1 P . 1 1 i
i 4%, i Materialy bezpoérednie 1 i i
: ! do instalacji urzadzehd | 0,2 -~ | . !
: :/POZ.a + 11 TAB."’I/ : ' ; - :
1 . ' 1 i !
g ! . 1. 1 f
: 5e %Uslugi obce : ;‘ :
! .1 w zakresie instalacji i 1,2 1 i
- ! i rozruchu urzadzed. A ! ; !
1 1/pPozZe2 # 11 TAB.1/ ¥ : t - I
i i ] 1
P - D ; |
; Ge ! Inne koszty bezpbérednie.} 0,2 b !
] i I 1 i
i ] i [ 1
1 ] 1 - 1 S |
] 1 , . .1 . ' ® ]
! ! Raze m: 1 128,9 = 129,0 !
] 1 : 1 S 1
1 ! 1 ! ¢
1 ] , | 1 ]
] i ] 1 i
! i ' 1 L
] 1 i ! i
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Zestawienie nakladéw

1

- TABELA 3. -

! o "1 Przewidywane) - H
1 Lpe | Nazwa - inaklady ! ‘Uwagi ]
1 ] N : 1 1
1 1 - 1w mln z% i i

o Sy S B S

@ BEZ UNZELEDNIENIA
ZYSKU y MERA=PIAPY
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5« Harmonogram realizacji prac ~ w czasie - )

, 30,04,1988
komputerowego f-my QUEST do .
wspomagania projektowania
obwodéw drukowanych

4

‘ TABELA 4
hadadadads fuhabadndutd slabedebudeiod e e B L e A o B e S S e T --"""""-""""T
'E ”} Nr ? C _ | Nr I Termin
1 t Pkte _ ' 1 etapu ; =zakon~
'}‘p‘g kon=- ! .N azwa I -1 czenia
|~ | troid - .
nego 4 -

QK e R W S R
:—-—- '--—--‘-' - ey W G W - - ; : -
'14 } 1 | Opracowanie zalozen i1 1 | 30.09.1986
! ' i projektu instalacji } A
) -1 i : o . 1 ‘

1 2, ! -2 1 Zakup oraz wykonanie niezbgdnegd 1 | 30.09.1987
: : . : sprzetuydo produkc ji ; :
i PO 3 ) Zakup systemu komputerowego 1 2 } 3021151987
1 I 1 f-my QUEST do wspomagania ;, !
H i ! projektowania obwodéw H i
! ' -1 drukowanych H :
o } aE ' - ! ! _
| %« } 4 | Montaz i uruchomienie instala= | 2 | 15412.1987
a ! I cji do’produkeji obwodéw druko= ! !
1 ] 1 wanych elektronicznych pakietéwt 1
! I | ukladéw sterowania. robotéw przeq i
; i ! myslowych ! .
] 1 i i
! 5« 1 5 '} Montaz i uruchomienie systemu i
i P i i
1 ] i i
I v ! [
1 i 1 i
1 i ! i
1 1 g ]
t

Zaklada sieg, 29_poszézegélh5‘urzadzenia-z importu /p.2 i 3/
zakupywane bedag sgkcesywnié, co rbéwniez determinuje sukcesywne
ich instalowanie i wdrazanie do eksploatacji /pel i 5/ w ramdch

wymienionego harmonogramu,

!
1
1
1
]
L]
-1
1
s
!
1
1
)
L]
L]
1
1
1
1
1
1
1
4
|
]
¥
K
¥
¥
¥
I
§
2
L}
¥
¥
L
¥




* . - 20 ot

v 6+ Harmonogram realizacji nakladéw - w czZasie

/v §02bioiu na poszczegblne punkty kontrolne/
- TABELA 5

'Lp.:Nr b « ! Naklady do poniesienia - ,

| DUNK DU e oo o e e e o e e e e e e o

! kontrol! do 30,09.86)do 30.09.87 do 30.11.87=do 15;12,87 {do 30,04,87

! nego ’ ! etap 1 : etap 1 ! etap 2 ! etap 2 ! etap 2
e e e e e e e e e e e e e e e g

1 4 S

(e e ———— "".'"""'"""'""""‘1‘"""'?""""""""'&7"""“"‘. ——— : -“"-"‘"""""'*'""'""""--"""'""

] 1833 . v _ i . o ' 1 -
1. E 1 mln zl r H - : - : - 7

SOOI ENIPIIVESRS SV SRR SR SR IR LI

2. 2 i 69,159 i -
| mln =zt |}
w tym import{
z KK: I
; 60,900 1}
1 mln z1 i.
/304500 USD/}
‘ - 52,000
mln zi
w tym import
z KKi ‘
i 52,000
' - mln zil
’V260000 USD/:
1 .

L
i
1
H
I
1
|
!
}
1
|
~_~--------'--~-—---ﬂ-T—-- ----- ---r--—---—-—--!r-—----—----.
!
1
1
i
1
1
I
H
!
1
L]

- L [l g

7/

t 1

-

3

L----.—--_

- L d

- e

~

W
™

’

[

.
TP B - U S e Y S -
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7« Effekty techniczno-produkcyjne

Po realizacji przedsiewzigcia o ktérym mowa w niniéjszym
opracowaniu - w ramach CPBR nr 7«1 Cel nr 29 «~ uzyskane
zostana powazne efekty techniczno-pﬁodukcyjne w zék;egie
produkc ji obwodéw dfukowanych elektronicznych pakietéw ukia=~
déw stérowan;a‘determinujaoe rozwéj produkcji robotéw przemyw

sloWYch'przeae wszystkim oraz ulatwiajace rozwd j produkcji

i nowe uruchomienia innych wyrobdéw opartich 0 obwody drukom
wane jak npe mikroprocesorowe ukiady sterowania INTELDIGIT-
PROWAY dla automatyzacal proceséw produkcygnych.

’ Przewiduje sig me innymi:

\
1ls Zwigkszenie zdolnoéci’ produkcyjnej plytek obwodéw drukoe
. wanych /pakietéw/ z ilosci 1800 szt. ‘/ok. 200 “m?
do 4500 szt. /o wymiarach 300x300 mn/ . co stanowi ok, 500 m

" laminatu rocznie,

-

2e Molewoéé zw1ekszen1a produkcjl robotéw przemyslowych

.z ilod$ci 15 + 20 szt, do 50 szt. rocznie oraz innych -

wyrobéw w ‘ramach elektronlzacjl i automatyzacai g08PpO~
darki narodoweje

/

3¢ Uzyskanie nowoééesnych technik wyfwarzania /od dawna sto-
sowaﬁych na éwiecie/ poprzez automatyzacj? poszczegdlnych
faz obrébczych w ramach cyxyu produkcyjnego plytek obwodéw
drukowanych. - )

L4, Uzyskanie wysokiéj.jakoéci plyték obwodéw drukowanych,

\

54 Zmniejszenie ilosci brakéw.

"6 Zmniejszenie pracochlonnos$ci i wzrost wydajnbéci Pracya

7« Skrécenie cyklu produkcyjnego plytek obwodéw erKOWaqych.

'8, Poprawg warunkéw pracys. L y

-~ *

AS

a po wprowadzeniu komputerowego projektowania plytekvobwodéw
drukowanych = dodatkowo: -

9. Uzyskanie dokumentacji warsztatowej pilytek o bardzo duzej
dokladno$ci stanowigcej podstawg gwaranéjiluzyskania obwo=-
" déw drukowanych o wysokiej precyzji wykonania,

laminatu/

2
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Uzyskanie 30% wzrostu upakowania elementbéwe

Mozliwo4é natychmiastowego dokonywania zmian i weryfie
kacji niklym nakladem czasu pracyas

Mozliwoéé Swiadczenia- kooperac ji /na rzecz innych jedno-
stek badawczo-naukowych/ w poszczegbélnych obrébkach plytek
obwodéw drukowanych = w ramach. posiadanych wolnych Z2dole
nodci produkeyjnyche ' C '

-

Pokonanie bariery techdicznej warunkujgcej rozwéjfnowoé
czesnego sprzetu.elektronicznego w zakresie ukladéw stero-

wania dla elastycznych systeméw produkceyjnych,

/
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